附件1：
安徽工程大学先进芯片封装材料微专业（第一期）报名表
	姓名
	
	学号
	
	所在学院
	

	专业班级
	
	联系电话
	

	学业基础证明
	大一所修课程成绩及学科获奖信息。
课程名：成绩（分数）。
（备注：需粘贴教务系统课程成绩截图及获奖证书。）
学生签字：            年     月    日

	学生所在学院审批意见
	负责人签字：           年    月    日
   盖章


注：1.报名表电子档和盖章扫描版发送至m15062285972@163.com。2.报名学生扫码加入“先进芯片封装材料微专业”QQ群，群号：687855031，申请入群时备注“学号+姓名+专业班级”。
